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  GND

MDI3-
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MDI2+

ORANGEGREEN

CAP
1000pF
2KV

VCC

MDI1-

MDI1+

MDI0-

MDI0+

LANCHIP SIDE

℃

MX4-

MX4+

MX3-

MX3+

单色 黄色

左灯需求规格

（橙 绿）

℃

（橙 绿）

双色（橙 绿）

右灯需求规格

MX1-

MX1+

MX2-

MX2+

绿

橙
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尺寸表示理论尺寸，为其他尺寸的测量位置提供参考

( )尺寸表示参考尺寸

尺寸表示SPC管控尺寸，有CPK要求

尺寸表示重点尺寸

各种带符号的尺寸说明
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±0.10

＆
Proposal cutout
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C/

D:

Min0.38um Au/1.27-7.6um Ni
ouerall/sealing treatment

｝

PCB Plane

Side A:

｝

Min0.38um Au/1.27-7.6um Ni
ouerall/sealing treatment

｝

Side A:

Side A:

｝

＞ ±0.10

Min0.38um Au/1.27-7.6um Ni

ouerall/sealing treatment

Min 2.0um Sn(Matte-Tin)/0.25um Ni

overall/sealing treatment

｝
Side A/B/C/D:

PCB Plane
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±0.15＞

＞

＞

±0.25
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T
em

pe
ra

tu
re

(°
C

)

Removal of oxide film

    Liquefaction of flux
    Activation of activator
    (organic acids rosins)

Time(sec)

Ramp-up temp
1.0~3.0°C/sec

Evaporation of solvent

＞ ±0.10

Over  220°C
     >30sec

Removal of oxide ilm

          Liquefaction of flux
          Melting and wetting

Cooling

 Pre-heat temp
150~190°C60~120sec.

Peak temp
265°C,10sec MAX

2nd Ramp-up temp
1.0~3.0°C/sec
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